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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】フォトリソグラフィは、微細形状を一括で高い
生産性と共に製作できる特徴を持つが、自由度の高い加
工方法は見出されていない。凹凸表面貼付用フィルムを
用いた表面凹凸被処理物上への微細パターン転写方法を
提供する。
【解決手段】ベースフィルム４、水溶性樹脂層３、未硬
化の感光性レジスト膜層２を順に設けてなる積層構造を
有し、感光性レジスト膜２側から表面凹凸被処理物上に
ＪＩＳＫ６８５４に規格される１８０度剥離強度が６５
ｍＮ／インチ以上であり、１２０℃以下、大気圧以下の
環境下で、ラミネーターで押圧をかけることなく貼り付
け可能な凹凸表面貼付用フィルム１、及び表面凹凸被処
理物に、凹凸表面貼付用フィルム１を貼り付けた後、フ
ォトリソグラフィによりパターンを形成する微細パター
ン転写方法。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ベースフィルム、水溶性樹脂層、未硬化の感光性レジスト膜層を順に設けてなる積層構
造を有し、該感光性レジスト膜側から表面凹凸被処理物上にＪＩＳ　Ｋ　６８５４に規格
される１８０度剥離強度が６５ｍＮ／インチ以上であり、１２０℃以下、大気圧以下の環
境下で、押圧０．１ＭＰａ以下で貼り付け可能なことを特徴とする凹凸表面貼付用フィル
ム。
【請求項２】
　表面凹凸被処理物の凹凸高低差が、感光性レジスト膜層の膜厚よりも大である請求項１
に記載の凹凸表面貼付用フィルム。
【請求項３】
　ベースフィルムが表面凹凸被処理物よりも柔軟であり、該ベースフィルムのＪＩＳ　Ｋ
　７１６１による引張弾性率が７０ＧＰａ以下であることを特徴とする請求項１及び／又
は２に記載の凹凸表面貼付用フィルム。
【請求項４】
　水溶性樹脂層の感光性レジスト膜層側の面のＪＩＳ　Ｂ　０６０１による平均粗さＲａ
―ｓに対するベースフィルムの水溶性樹脂層側の平均粗さＲａ―ｂの比（Ｒａ－ｂ）／（
Ｒａ－ｓ）が０．３以上であり、Ｒａ－ｂが０．３μｍ以下である請求項１～３のいずれ
かに記載の凹凸表面貼付用フィルム。
【請求項５】
　水溶性樹脂層がポリ酢酸ビニルの鹸化物およびその共重合体、水溶性アクリル樹脂、水
溶性ポリエステル樹脂、ポリエチレンオキシドおよびその共重合体、水溶性多糖類および
ポリスチレンスルホン酸から選ばれた１種以上からなる請求項１～４のいずれかに記載の
凹凸表面貼付用フィルム。
【請求項６】
　表面凹凸被処理物に、請求項２～５のいずれかに記載の凹凸表面貼付用フィルムを貼り
付けた後、フォトリソグラフィによりパターンを形成することを特徴とする微細パターン
転写方法。
【請求項７】
　表面凹凸被処理物へのフィルム貼り付け前に、感光性レジスト膜を露光して微細パター
ンを形成させることを特徴とする請求項６に記載の微細パターン転写方法。
【請求項８】
　表面凹凸被処理物が、（転写する感光性レジスト膜層の微細パターンのピッチ）２／（
２×（露光波長））以上の凹凸高低差を有する請求項６又は７に記載の微細パターン転写
方法。
【請求項９】
　表面凹凸被処理物表面に感光性レジスト膜層を貼り付け、次いで感光性レジスト膜層を
露光して得られるパターンの形状及び位置を、該表面凹凸の凸部表面を覆う膜や、またぐ
ブリッジ状や、凸部から庇状を形成するようにし、さらに、現像処理及び／又はリンス処
理の前後または同時において水溶性樹脂層を溶解除去する請求項６～８のいずれかに記載
の微細パターン転写方法。
【請求項１０】
　表面凹凸被処理物の表面に感光性レジスト膜層を貼り付け、次いで感光性レジスト膜層
を露光して得られるパターンの形状及び位置を、該凹凸表面の凸部上面から突き出た片持
ち梁状とし、現像処理及び／又はリンス処理の前後または同時において水溶性樹脂層を溶
解除去し、さらに乾燥して、該レジスト膜層を該凹凸表面の凹部の壁面や底面に貼り付け
る方法、および同時に得る請求項６～９のいずれかに記載の微細パターン転写方法。
【請求項１１】
　請求項１０に記載の微細パターン転写方法を複数回行い、複数のパターンの全てまたは
一部を、表面凹凸被処理物上で、互いに積層させる微細パターン転写方法。
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【請求項１２】
　表面凹凸被処理物上に貼り付けた後の感光性レジスト膜を、更に露光して第２のパター
ン転写を行う請求項１０に記載の微細パターン転写方法。
【請求項１３】
　請求項１０に記載の微細パターン転写方法を複数回行い、２回目以降のパターン転写は
、直前のパターン幅よりも幅広のパターン幅とする微細パターン転写方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、立体形状を持つサンプルに対して、フォトリソグラフィを応用する微細加工
技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ＩＣやＬＳＩに代表されるデバイスは、高精度で複雑な構造が高度に組み合わされてい
ながら、微細形状を一括で高い生産性と共に製作できるフォトリソグラフィ加工技術によ
って量産されている。このフォトリソグラフィ加工技術は、ほぼ平面形状のサンプルを対
象とする。これは、スピンコーティングに代表されるレジスト成膜と、マスクを近接させ
て紫外光照射することに代表されるパターニングが、平面形状を前提としてはじめて均一
性も含めて原理的に成立するためである。更に、フォトリソグラフィ用の装置群も、平面
形状のサンプルを前提に用意されている。従って、表面凹凸被処理物にフォトリソグラフ
ィ加工を展開しようとしても通常は難しく、満足な結果が得られない。レジスト成膜相当
はドライフィルムレジストを利用する試みがあるが、既存フィルムは基本的にプリント基
板用途であり、熱ラミネート加工する際に加わる応力は表面凹凸被処理物にとって許容で
きないくらい大きく、レジスト膜厚が厚いために低い解像度に留まる。また、パターニン
グ相当は、一点加工のレーザ描画を取り入れるものもあるが、面での一括加工とは異なり
微細化と生産性は両立しなくなる。そのため、最適な加工技術が無いために、応用に応じ
て様々な方法が試みられている状況である。
【０００３】
　表面凹凸被処理物への微細加工技術については、例えば特許文献１～５及び非特許文献
１～２に開示されている。
　特許文献１では、表面凹凸被処理物を壊すことなくドライフィルムレジストを貼るため
の貼り付け装置が開示されている。フィルムを貼り付けるテーブルと、表面凹凸被処理物
を保持する別のテーブルとを用意し、後者のテーブルを昇降制御することで、フィルムが
貼り付けられる位置関係を一定に保つことで、表面凹凸被処理物に対応する装置である。
この装置はフィルム幅に対して表面凹凸被処理物形状が一定である場合に有効ではあるが
、これは限られた例であり、一般の微小な穴や溝を一部に持つサンプルには適用できない
。
【０００４】
　特許文献２では、カラー受像管用シャドウマスク製作において、感光性レジスト付きド
ライフィルムを利用した製作方法が開示されている。フィルムには、ベースフィルムと感
光性レジストの間に、クッション層を入れた３層構造を持つ工夫を示している。クッショ
ン層として水溶性のポリビニルアルコールおよびその変性物を挙げている。クッション層
によってレジスト膜厚を薄くしても（示している最小膜厚は１０μｍ）、サンプル表面の
凹凸に追従して熱ラミネートによりローラ２つで挟んで密着させ成膜できる効果を説明し
ている。なお、シャドウマスクは平面である薄板の状態で加工している。
【０００５】
　特許文献３では、半導体チップの実装を立体的に行うプリント配線板とその製造方法が
示されている。下地基板の上に、貫通穴をもつプレートを配置し、この貫通穴に導電性ペ
ーストを充填したうえで貫通穴の開口上部を金属膜で覆うことで互いの接続箇所を形成し
、立体プリント配線基板を製作する。実装技術における試みであるが、貫通穴の製作や導
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電性ペーストの充填は一点加工に相当し、一括で並行して進むものではない。
【０００６】
　特許文献４では、立体成形品に電気回路パターンを形成するフォトマスクについて開示
している。光造形法により作製した造形物の表面に不透明性塗膜を施すことにより立体マ
スクを得る。この立体マスクを平面フィルムマスクに接合することによって所望のパター
ンの開口部を有し、密着されるべき面の立体的形状に加工されたフォトマスクを得る。こ
のフォトマスクを、予め感光性レジストを成膜した立体成形品に密着配置し、露光・現像
することにより立体的で微細な電気回路パターンが形成された立体回路成形体を得る。上
記立体マスクは表面凹凸被処理物の複数面に対して機能するため、フォトマスクの数は１
個或いは露光面の数より少数でよい。
【０００７】
　特許文献５では、表面凹凸被処理物の垂直壁面も含めた溝内部にパターン転写を行う方
法が開示されている。感光性レジスト成膜はスプレーコート法を前提とする。表面凹凸被
処理物の奥まった領域では、レジスト膜が薄く、少ないドーズ量で適正露光量に到達する
ことに着目し、液浸露光の液体に光減衰機能を加える露光方法が開示されている。光減衰
剤の濃度コントロールにより減衰率を調節できる。表面凹凸被処理物上のレジスト膜に到
達する光強度を、立体上部と下部の両方で適正値にできる。斜め露光によって壁面にパタ
ーン転写する場合を考えると、反射光強度も減衰するため、異常パターンを低減できる。
【０００８】
　特許文献６では、支持フィルムと中間層と特定のバインダー樹脂を含有する感光性樹脂
層とが順次積層された積層構造を有するドライフィルムである感光性エレメントを用いる
ことで、プリント基板等へレジストパターンのサイドウォールのガタツキを低減すること
で高密度配線を形成する方法が記載されている。
【０００９】
　非特許文献１では、特許文献５のパターン転写方法を応用して製作したデバイスが示さ
れている。シリコン酸化膜上の結晶シリコン矩形島にＰＮ接合からなる太陽電池を多数用
意しておくが、これらを直列接続して、個々の太陽電池が生じる電圧は低くても、２５、
５０、１００個までの直列接続で電圧を高めることでアルミ蒸着膜をパターニングするこ
とで実現した報告である。この直列接続を、感光性レジストのスプレーコート成膜と斜め
露光かつ光減衰液浸露光によって実現した。
【００１０】
　非特許文献２では、射出成形品の表面に電気回路を形成する立体回路基板（Ｍｏｌｄｅ
ｄ　Ｉｎｔｅｒｃｏｎｎｅｃｔ　Ｄｅｖｉｃｅ）が述べられている。機械的機能と電気的
機能とをもったプラスチック射出成形品である。その製作は、１．基板が複数アレイ状に
並んだシートをまず用意し、２．金属薄膜を全面にスパッタリング蒸着し、３．レーザ描
画により回路パターン形状の輪郭部の金属薄膜を除去し、４．めっきし、５．シートから
個別に切断する、ものである。上記３．のレーザ描画は一点加工を繰り返すものである。
高密度回路を形成するためには一点加工サイズを微細化することは必須となる。しかし、
レーザスポットを小さくすると、一点での加工量が減り、同じ面積であっても時間をかけ
て処理する（面積は長さの２乗で増加する）ことになるため、生産性はどうしても低下す
る。レーザ光源からビームを２つに分けて、複数台のガルバノスキャナと回転テーブルと
を組み合わせて、複数点での加工にすることで、基板の姿勢変更時間を短くする効果も含
めて生産性は改善できるが、一点加工が持つ原理的限界がある。２０１４年５月時点のパ
ンフレットには、最小線幅５０μｍ、パターン間距離５０μｍの記述がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１１】
【特許文献１】特開２００９－１９４０６４号公報
【特許文献２】特開平１１－２６０２５５号公報
【特許文献３】特開２００９－３８３６２号公報
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【特許文献４】特開平９－３１９０６８号公報
【特許文献５】特開２０１１－２１１０６４号公報
【特許文献６】特開２０１３－２４９１３号公報
【非特許文献】
【００１２】
【非特許文献１】“3-D WIRING ACROSS VERTICAL SIDEWALLS OF SI PHOTO CELLS FOR SER
IES CONNECTION AND HIGH VOLTAGE GENERATION”, S. Kumagai, T. Yamamoto, H. Kubo, 
M. Sasaki, The 25th International Conference on Micro Electro Mechanical Systems
 (2012.1.31, Paris, France), Oral, pp.60-63
【非特許文献２】パナソニック株式会社、３Ｄ実装デバイスＭＩＰＴＥＣ（パンフレット
の他、「ＭＩＤ用高速レーザ加工システム」進藤崇、高橋博、パナソニック電工技報（Ｖ
ＯＬ．５７，Ｎｏ．３，ｐ.１０－１５．）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　従来から、基板上に立体的な構造物を構築するセンサ・アクチュエータ（基板から浮い
て柔らかいサスペンションで支持された壊れ易い構造）・マイクロ流路などのＭＥＭＳデ
バイスが進歩・発展するとともに、フォトリソグラフィ加工技術を平面だけでなく凹凸が
存在する表面凹凸被処理物に拡張する試みが続けられている。立体構造を微細加工するこ
とは他にも、光伝搬路とも整合する形で素子を配置する必要がある光デバイスやシステム
、ＬＳＩやイメージセンサなど既存の平面デバイスを複数積み上げることなどによって実
現する３次元ＬＳＩのような小型システム、ウェハと同様には扱えない精密機械部品中の
局所的な平坦面・湾曲面をもつ部材などにおいても求められている。しかし、上記背景技
術を採用してもなお、フォトリソグラフィが持つ、微細形状を一括で高い生産性と共に製
作できる特徴を持つ、自由度の高い加工方法は見出されていない。加えて、平面形状のサ
ンプルを前提に用意されている装置群を活用することは難しい。
　支持フィルムと中間層と感光性樹脂層とが順次積層された積層構造を有するドライフィ
ルムである感光性エレメントを用いた場合には、ドライフィルムであるために、感光性樹
脂層はラミネーター等を使用することで加熱および押圧を加えて基板上に貼り付ける必要
があり、微細構造を有する表面凹凸被処理物が、貼り付け工程にて破壊されるため適用範
囲が狭く、転写できるパターン幅にも限界がある。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　本発明者は、前期課題を解決するために鋭意検討した結果、以下の手段で解決すること
ができることを見出し、本発明をなすに至った。
１．ベースフィルム、水溶性樹脂層、未硬化の感光性レジスト膜層を順に設けてなる積層
構造を有し、該感光性レジスト膜側から表面凹凸被処理物上にＪＩＳ　Ｋ　６８５４に規
格される１８０度剥離強度が６５ｍＮ／インチ以上であり、１２０℃以下、大気圧以下の
環境下で、押圧０．１ＭＰａ以下で貼り付け可能なことを特徴とする凹凸表面貼付用フィ
ルム。
２．表面凹凸被処理物の凹凸高低差が、感光性レジスト膜層の膜厚よりも大である１に記
載の凹凸表面貼付用フィルム。
３．ベースフィルムが表面凹凸被処理物よりも柔軟であり、該ベースフィルムのＪＩＳ　
Ｋ　７１６１による引張弾性率が７０ＧＰａ以下であることを特徴とする１及び／又は２
に記載の凹凸表面貼付用フィルム。
４．水溶性樹脂層の感光性レジスト膜層側の面のＪＩＳ　Ｂ　０６０１による平均粗さＲ
ａ―ｓに対するベースフィルムの水溶性樹脂層側の平均粗さＲａ―ｂの比（Ｒａ－ｂ）／
（Ｒａ－ｓ）が０．３以上であり、Ｒａ－ｂが０．３μｍ以下である１～３のいずれかに
記載の凹凸表面貼付用フィルム。
５．水溶性樹脂層がポリ酢酸ビニルの鹸化物およびその共重合体、水溶性アクリル樹脂、
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水溶性ポリエステル樹脂、ポリエチレンオキシドおよびその共重合体、水溶性多糖類およ
びポリスチレンスルホン酸から選ばれた１種以上からなる１～４のいずれかに記載の凹凸
表面貼付用フィルム。
６．表面凹凸被処理物に、２～５のいずれかに記載の凹凸表面貼付用フィルムを貼り付け
た後、フォトリソグラフィによりパターンを形成することを特徴とする微細パターン転写
方法。
７．表面凹凸被処理物へのフィルム貼り付け前に、感光性レジスト膜を露光して微細パタ
ーンを形成させることを特徴とする６に記載の微細パターン転写方法。
８．表面凹凸被処理物が、（転写する感光性レジスト膜層の微細パターンのピッチ）２／
（２×（露光波長））以上の凹凸高低差を有する６又は７に記載の微細パターン転写方法
。
９．表面凹凸被処理物表面に感光性レジスト膜層を貼り付け、次いで感光性レジスト膜層
を露光して得られるパターンの形状及び位置を、該表面凹凸の凸部表面を覆う膜や、また
ぐブリッジ状や、凸部から庇状を形成するようにし、さらに、現像処理及び／又はリンス
処理の前後または同時において水溶性樹脂層を溶解除去する６～８のいずれかに記載の微
細パターン転写方法。
１０．表面凹凸被処理物の表面に感光性レジスト膜層を貼り付け、次いで感光性レジスト
膜層を露光して得られるパターンの形状及び位置を、該凹凸表面の凸部上面から突き出た
片持ち梁状とし、現像処理及び／又はリンス処理の前後または同時において水溶性樹脂層
を溶解除去し、さらに乾燥して、該レジスト膜層を該凹凸表面の凹部の壁面や底面に貼り
付ける方法、および同時に得る６～９のいずれかに記載の微細パターン転写方法。
１１．１０に記載の微細パターン転写方法を複数回行い、複数のパターンの全てまたは一
部を、表面凹凸被処理物上で、互いに積層させる微細パターン転写方法。
１２．表面凹凸被処理物上に貼り付けた後の感光性レジスト膜を、更に露光して第２のパ
ターン転写を行う１０に記載の微細パターン転写方法。
１３．１０に記載の微細パターン転写方法を複数回行い、２回目以降のパターン転写は、
直前のパターン幅よりも幅広のパターン幅とする微細パターン転写方法。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明によれば、感光性レジスト膜層を未硬化の感光性レジスト膜層とすることで、表
面凹凸被処理物との貼り付けを可能とする１８０度剥離強度が得られ、表面凹凸被処理物
への機械的な強度が必ずしも無い感光性レジスト膜層の貼り付けを可能とする。そしてベ
ースフィルム上に水溶性樹脂層を設けることで、感光性レジスト膜層を合わせて膜厚を厚
くすることができ、ひいては機械的強度が強くなるために、該感光性レジスト膜層が表面
凹凸被処理物と接触する際の機械的な損傷、つまり凸部の角等が感光性レジスト膜を破る
等の損傷を和らげる、いわば保護層となる。さらに表面凹凸被処理物表面にレジスト層を
形成させるにあたり、ラミネーターによって加熱・加圧をする必要がなく、結果的に表面
凹凸を損傷させることがない。
　その結果、水溶性樹脂層を設けることなく感光性レジスト膜層のみで所定の機械的強度
を得るために、感光性レジスト膜層を厚くする場合よりも、感光性レジスト膜層の厚さを
薄くして高解像度を得ることができ、かつ、該ベースフィルムのみを溶剤を用いることな
く剥がすことができる。そして、次工程のパターニング時により膜厚が薄い感光性レジス
ト膜層とマスク間の距離を近くすることができ、ひいては高解像度を得るのに更に有利に
働く。ここで、表面凹凸被処理物上に貼ることができる未硬化の感光性レジスト膜層は、
露光の時点で表面凹凸被処理物のその表面形状に沿っていなくても、パターン転写後の現
像工程やリンス工程の液中で一端が固定されたパターンとして変形して表面凹凸被処理物
の凹凸部の壁面や凹部の底面にも貼り付くため、自由度の高いパターンを凹凸表面の凹部
の壁面や底面に転写できる。また別に、未硬化の感光性レジスト膜層に例えば幅２～３μ
ｍといった微細パターンを転写しておくことができ、貼り付け後に現像のみを行うことで
、回折広がりによる微細パターンのぼけを無くして、表面凹凸被処理物上に細かいパター
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ン転写が可能となる。
　以上の方法は、平面形状のサンプルを前提として用意されている既存の装置群の多くを
利用して適用できる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明の凹凸表面貼付用フィルムを示す図
【図２】保護カバーを有する場合の凹凸表面貼付用フィルム
【図３】本発明の凹凸表面貼付用フィルムを用いた微細パターン転写プロセス
【図４】多数の穴や溝を持つシリコンウェハ表面凹凸被処理物への微細パターン転写結果
の一例を示す図
【図５】本発明の凹凸表面貼付用フィルムを片側が表面凹凸被処理物上のどこかに固定さ
れた片持ち梁状にして、パターン転写した感光性レジスト膜層を壁面や底面に貼り付ける
表面凹凸被処理物への微細パターン転写方法を示す図
【図６】図５による方法によって得られた微細パターン転写結果を示す図
【図７】図５による方法を複数回繰り返して行う方法を示す図
【図８】本発明の凹凸表面貼付用フィルムを片側が表面凹凸被処理物上のどこかに固定さ
れた片持ち梁状にして、パターン転写した感光性レジスト膜層を壁面や底面に貼り付けを
行った後、立体上に貼り付いた後の感光性レジスト膜層を更にパターンニングして、微細
パターン形状を更に調整する方法を示す図
【図９】図５による方法を複数回繰り返して行い、後で転写するレジスト幅より広くする
ことでオーバーハングした、リフトオフに適したレジスト膜形状とする方法を示す図
【図１０】感光性レジスト膜層を未硬化の状態で用意したフィルムにおいて、表面凹凸被
処理物への貼り付け前に、微細パターンを設けた感光性レジスト膜層に露光を済ませた表
面凹凸貼付用フィルムを用いた微細パターン転写方法を示す図
【図１１】感光性レジスト膜層を未硬化の状態で用意したフィルムにおいて、表面凹凸被
処理物への貼り付け前に、微細パターンを設けた感光性レジスト膜層に露光を済ませた多
層フィルムを用いた微細パターン転写結果を示す図
【図１２】図１１に示した微細パターン転写結果の拡大画像を示す図
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下、本発明の実施の形態について図を参照しながら説明する。図は例示であり、フィ
ルムおよび表面凹凸被処理物の材料、形状、相対的な大きさ、配置、成膜方法、微細パタ
ーン転写方法におけるプロセス上の条件や追加の前処理や後処理などは限定されるもので
はない。
【００１８】
　図１は、本発明の実施の形態による、ベースフィルム４上に成膜した水溶性樹脂層３上
に、感光性レジスト膜層２を未硬化の状態で形成して得た、表面凹凸被処理物への貼り付
けを可能とし、ベースフィルムのみを溶剤を用いることなく剥がすことが可能な凹凸表面
貼付用フィルム１の例である。ベースフィルム４と水溶性樹脂層３の界面は接着剤等を介
さずに、ファンデルワールス力および静電相互作用による弱い力で密着しており、その程
度の密着の強度、つまり剥離強度とすることで、水溶性樹脂層と未硬化の感光性レジスト
膜層の界面を侵さずに、溶剤を用いることなくベースフィルムのみを剥がすことが可能で
ある。また、水溶性樹脂層３は未硬化の感光性レジスト膜層２が表面凹凸被処理物に接触
する際に、感光性レジスト膜層を薄くしても、水溶性樹脂層と合わせて膜厚を厚くするこ
とができる。そして、水溶性樹脂層が機械的強度を向上させることに寄与するために、未
硬化の感光性レジスト膜層２の膜厚を薄くできることによって、より微細なパターン転写
に有利となる。
　加えて水溶性樹脂層と合わせて全体の機械的強度が強くなるために、水溶性樹脂層は、
該未硬化の感光性レジスト膜層が表面凹凸被処理物と接触する際の機械的な損傷、つまり
凸部の角等が感光性レジスト膜を破る等の損傷を和らげる保護層としても働く。
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　また感光性レジスト膜層は未硬化であり、いわゆるドライフィルムでもないので、表面
凹凸被処理物の凹凸表面に感光性レジスト膜層を重ねる際に、いわゆるラミネーターによ
って加熱・加圧する必要がないので、表面凹凸被処理物の凹凸構造を損傷することがない
。
　ここで、本発明における表面凹凸被処理物とは、いわゆるＭＩＰＴＥＣ（Microscopic 
Integrated Processing Technology）等による３Ｄ実装デバイスを製造するための凹凸を
有する被処理物や、その他の微細な凹凸表面の一部に特定の層を形成させてなる物品のた
めの被処理物等を示す。その凹凸の壁面は底部の面又は頂部の面に対して垂直に形成され
て、いわゆる垂直なトレンチを有していても、また傾斜して形成されていてもよい。また
凹凸表面の凹部の深さは、いわゆる平面に対するフォトレジストによる処理により対応で
きない程度の深さ以上の深さであり、レジストの膜厚よりも凹凸が大きい場合である。
　なお、本発明における感光性レジスト膜層が未硬化であるということは、いわゆる「ド
ライフィルム」とはいえない状態、つまり、感光性レジスト膜層中に樹脂が配合されて、
未硬化時の常温・常圧において他の物質表面に粘着又は接着しない性質を備えるとはいえ
ない状態である。又は、完全に硬化していない状態、及び感光性レジスト膜層が溶液を塗
布し形成された後に、その溶液中の溶媒が完全に除去されていない状態、又は表面層など
の一部分が除去されていない状態の少なくともいずれかを示す。この状態では、表面凹凸
被処理物に対して、１２０℃以下、大気圧以下の環境下で、ラミネーター等で押圧をかけ
ないことによる貼り付けを可能とする。
【００１９】
　本発明の凹凸表面貼付用フィルム１の水溶性樹脂層３上に成膜した感光性レジスト膜層
２は、表面凹凸被処理物に対しＪＩＳ　Ｋ　６８５４にＪＩＳ　Ｋ　６８５４に規格され
る１８０度剥離強度が６５ｍＮ／インチ以上が必要であり、１５０ｍＮ／インチ以上が好
ましく、５００ｍＮ／インチ以上がさらに好ましい。１８０度剥離強度が６５ｍＮ／イン
チ以下の場合は、水溶性樹脂層３とベースフィルム４の１８０度剥離強度よりも低い数値
となり、ベースフィルムを剥がす工程において感光性レジスト膜と表面凹凸被処理物を剥
離させてしまう可能性がある。貼り付け時の温度は１２０℃以下が必要であり、８０℃以
下が好ましく、４０℃以下がさらに好ましい。温度が１２０℃を超える場合は、レジスト
膜の感光性や水溶性樹脂層３の溶解性に影響を生じる。押圧は０．１ＭＰａ以下が必要で
あり、０．０６ＭＰａ以下が好ましく、０．０３Ｐａ以下がさらに好ましい。押圧が０．
１ＭＰａを超える場合は、表面凹凸被処理物の凹凸を破壊し、リソグラフィ工程を行うこ
とができなくなる恐れが生じる。
　凹凸表面被処理物表面に感光性レジスト層を形成させる際に、いわゆるラミネーターに
よって加圧・加熱する必要を排除するために、本発明における感光性レジスト膜層はドラ
イレジスト層とするものではない。このため、本発明における感光性レジスト膜層には、
未硬化の状態において、十分な硬度を有することはなく、そのためにドライレジスト層に
必要なバインダー樹脂を含有しても４０重量％以下であり、好ましくは２０重量％以下に
留まり、さらに好ましくは０重量％、つまり含有しないものである。
【００２０】
　図２は、表面凹凸被処理物への貼り付けを可能とし、ベースフィルム４のみを剥がすこ
とが可能な本発明の凹凸表面貼付用フィルム１であって、感光性レジスト膜層２の１８０
度剥離強度を維持する保護カバー５が貼られた凹凸表面貼付用フィルムの例である。保護
カバー５は凹凸表面貼付用フィルム１の乾燥及び／又は硬化を抑えて長期保存を可能とす
る。
【００２１】
　本発明の凹凸表面貼付用フィルム１のベースフィルム４上に成膜した水溶性樹脂層３の
表面について、感光性レジスト膜層２の微細パターンを高精細に作製するためには、水溶
性樹脂層３が形成されるベースフィルム４の表面のＪＩＳ　Ｂ　０６０１の規格により測
定して得られる平均粗さＲａ―ｂは０．３０μｍ以下であることが必要であり、好ましく
は０．１５μｍ以下である。



(9) JP 2017-71202 A 2017.4.13

10

20

30

40

50

　また、水溶性樹脂層の感光性レジスト膜層側の面のＪＩＳ　Ｂ　０６０１による平均粗
さＲａ―ｓに対するベースフィルムの水溶性樹脂層側の平均粗さＲａ―ｂの比（Ｒａ－ｂ
）／（Ｒａ－ｓ）が０．３以上であることが必要であり、好ましくは０．８０以上である
。
　ベースフィルム４の平均粗さＲａが０．３０μｍを超えると、水溶性樹脂層３の表面が
粗くなり、その結果、感光性レジスト膜層２の微細パターン表面にも凹凸が形成されて、
その後の工程に影響を及ぼす可能性がある。（Ｒａ－ｂ）／（Ｒａ－ｓ）が０．３０を下
回る場合は、ベースフィルム４上に水溶性樹脂層３が綺麗に成膜されておらず、水溶性樹
脂層３を介した未硬化の感光性レジスト膜層２の微細パターン表面に影響を及ぼす可能性
がある。
【００２２】
　ベースフィルム４は、凹凸表面被処理物よりも柔らく、ＪＩＳ　Ｋ　７１６１による２
３℃における引張弾性率は７０ＧＰａ以下が必要であり、好ましくは３０ＧＰａ以下、さ
らに好ましくは８ＧＰａ以下である。引張弾性率が７０ＧＰａよりも高い場合、凹凸表面
貼付用フィルム１を凹凸表面被処理物に貼り付ける際に、凹凸表面を破壊する恐れがある
。このようなベースフィルム４を形成する材質としては、ポリエチレンテレフタレート（
ＰＥＴ）、ポリエチレンナフタレート（ＰＥＮ）のようなポリエステル、ポリイミド、ポ
リプロピレン等のポリオレフィン等の各種樹脂からなるフィルム、ガラス、セルロースナ
ノファイバー等からなる紙類、アルミニウム、銅等の金属箔が挙げられ、ポリエチレンテ
レフタレート（ＰＥＴ）およびポリエチレンナフタレート（ＰＥＮ）が好ましい。
　ベースフィルム４上に成膜した水溶性樹脂層３との接着力を調整するために、該ベース
フィルム４の平均表面粗さに影響を及ぼさない範囲でコロナ放電処理等の表面処理、フッ
素系化合物や長鎖アルキル基含有化合物による剥離剤層形成処理を行うことができる。
【００２３】
　水溶性樹脂層３を形成することにより、感光性レジスト膜層を合わせて膜厚を厚くする
ことができ、感光性レジスト膜層２が表面凹凸被処理物に接触する際に、機械的な損傷を
和らげる保護層としても働く。ここで、機械的な損傷を和らげるとは、表面凹凸被処理物
の表面にバリ等の鋭角な部分が存在しても、該水溶性樹脂層の弾性によって損傷すること
を防止できることを意味する。この分、感光性レジスト膜層２の膜厚を薄くすることで、
より微細なパターン転写に有利となる。このような水溶性樹脂層３を形成する樹脂として
は、その表面に形成する感光性レジスト膜層２に対して十分な密着性を備えることが必要
であり、かつ純水リンス時に速やかに溶解することが望まれる。
　本発明において使用される水溶性樹脂層３形成用の水溶性樹脂としては、水溶性樹脂層
がポリ酢酸ビニルの鹸化物およびその共重合体、水溶性アクリル樹脂、水溶性ポリエステ
ル樹脂、ポリエチレンオキシドおよびその共重合体、水溶性多糖類およびポリスチレンス
ルホン酸から選ばれた１種以上であり、感光性レジスト溶媒への耐性がある点でポリ酢酸
ビニルの鹸化物およびその共重合体が好ましい。
【００２４】
　本発明の凹凸表面貼付用フィルム１に対して、感光性レジスト膜層２の未硬化の状態を
維持するために保護カバーにより被覆することができる。保護カバーの材質は、ＰＥＴ等
のポリエステル、ポリエチレン、ポリプロピレン等からなるポリオレフィン等の各樹脂か
らなるフィルム、コート紙等の紙が挙げられる。
【００２５】
　本発明の凹凸表面貼付用フィルム１の感光性レジスト膜層には、水に対して不溶ではあ
るが、有機溶媒には可溶な公知のポジ型およびネガ型レジストが利用できる。溶液状レジ
ストを塗布することが好ましい。
【００２６】
　本発明の表面凹凸被処理物の凹凸高低差は、感光性レジスト膜層の膜厚よりも大である
ことが必要である。表面凹凸被処理物の凹凸高低差が、感光性レジスト膜層の膜厚より小
である場合には、表面凹凸被処理物の凹凸を破壊したり、リソグラフィ工程時にパターン
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ぼけが生じる恐れがある。また、転写する感光性レジスト膜層のパターンピッチが微細で
ある場合、好ましくは８μｍ未満の場合には、表面凹凸被処理物が、（転写する感光性レ
ジスト膜層の微細パターンのピッチ）２／（２×（露光波長））以上の凹凸高低差を有す
る必要がある。これを満たさいない場合には、リソグラフィ工程時にパターンぼけが生じ
る恐れがある。
【実施例】
【００２７】
　本発明の凹凸表面貼付用フィルムとして、ベースフィルムとして厚み７５μｍ、ＪＩＳ
　Ｂ　０６０１に規格される平均粗さＲａが０．０６μｍ、ＪＩＳ　Ｋ　７１６１に規格
される２３℃における引張弾性率が４．８ＧＰａのＰＥＴフィルム（ユニチカ社製）を用
い、水溶性樹脂層にはポリ酢酸ビニルの９０％鹸化物（ＪＰ－１５、日本酢ビ・ポバール
社製）を厚み３０μｍ、ベースフィルム／水溶性樹脂層の平均粗さの比が０．７５、ベー
スフィルムと水溶性樹脂層の剥離強度は１００ｍＮ／２０ｍｍとなるように該ベースフィ
ルム上にバーコーターにより塗布し、感光性レジスト膜層はポジ型レジストであるＡＺ１
５００（ＡＺ　ＥＬＥＣＴＲＯＮＩＣ　ＭＡＴＥＲＩＡＬＳ社製）をスピンコーターによ
り該水溶性樹脂層上に膜厚５μｍとなるように塗布し、未硬化の状態となるようにプリベ
ークした。以下の実施例は、該凹凸表面貼付用フィルムを表面凹凸被処理物上に２０℃、
大気圧下、押圧０．０３ＭＰａにて貼り付け実施した。また、露光波長はｇ線（４３６ｎ
ｍ）を利用した。
【００２８】
（実施例１）
　図３は、表面凹凸被処理物６への貼り付けを可能とし、ベースフィルム４のみを剥がす
ことが可能な、本発明の凹凸表面貼付用フィルム１を用いた微細パターン転写プロセス例
である。凹凸表面貼付用フィルム１を凹部６Ｂを有する表面凹凸被処理物６の凸部６Ａ上
に貼り付けた後の構造を（１）に示す。
　次いで、ベースフィルム４を剥がしてなる構造を（２）に示す。ベースフィルム４を物
理的に剥がす際の力が弱くなるよう調節しておくことで、感光性レジスト膜層が変形する
ようなダメージを最小にできる。更に、ベースフィルムの厚みが無くなるため、次工程に
て感光性レジスト膜層とマスク間の距離を短くでき、微細パターンの転写に有利となる。
　凹凸表面貼付用フィルム１が貼り付けられた表面凹凸被処理物６に、表面凹凸被処理物
側の形状にフォトマスク７を位置合わせしてパターン転写を行う処理を（３）に示す。な
お、硬化を行う工程は、露光工程の前であれば任意の時点にて行うことができる。
　転写したパターンを現像及び／又はリンス後に乾燥して（４）に示す状態にする。この
とき、現像液およびリンス液は水を含むため、水溶性樹脂層３は前後または同時に溶解す
る。本模式図は、露光された部分が溶解するポジ型レジストの場合である。
　上記のプロセスにおいて、感光性レジストの成膜には例えば通常のスピンコーターを、
パターン転写には通常のマスクアライナーを利用できる。（４）で示された感光性レジス
ト膜パターン２Ｂは、穴や溝等の凹部との位置関係によって、またぐブリッジ状になった
り、片持ち梁状になったりする。厚膜レジストをスピンコートすると穴や溝の中にレジス
トが入るのと異なり、穴や溝の内部にはレジストが入らない。
　このため例えば、表面凹凸被処理物の穴の中にメッキを埋め込む処理を次工程で行うこ
とができる。上面は絶縁性のレジスト膜で覆われているため、上面にメッキ膜が付かない
ようにできる。メッキ膜が発生する膜応力が基板全体にかかることなく、ウェハが歪んだ
り割れたりする問題を回避できる。
【００２９】
（実施例２）
　図４は、本発明の実施の形態による、表面凹凸被処理物６への貼り付けを可能とし、ベ
ースフィルムのみを剥がすことが可能な凹凸表面貼付用フィルム１を用いたプロセスにお
いて、多数の穴や溝を持つシリコンウェハ表面凹凸被処理物への感光性レジスト膜パター
ン転写を行った結果の一例である。（ａ）の円形部分、（ｂ）の小さい四角部分、（ｃ）
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の弧状の部分はそれぞれ凹部であり、これらの図面の帯状部分がパターンであるようにラ
イン－アンド－スペースのパターンを転写した。（ａ）、（ｂ）はピッチ１００μｍ、（
ｃ）はピッチ５０μｍである。穴や溝とマスクパターンとの位置関係によって、蓋や庇や
ブリッジ状のレジスト膜が得られている。
【００３０】
（実施例３）
　図５は、本発明の実施の形態による、凹部６Ｂを有する表面凹凸被処理物６に貼り付け
る凹凸表面貼付用フィルム１を用いたプロセスにおいて、転写パターンを片側が表面凹凸
被処理物上のどこかに固定された片持ち梁状にすることで、ウェット処理である現像及び
／又はリンス後の乾燥と同時に、パターン転写した感光性レジスト膜層２を壁面や底面に
貼り付けることを特徴とする、表面凹凸被処理物への感光性レジスト膜パターン転写方法
の例である。表面凹凸被処理物６は、ほぼ平面であるが凹部６Ｂを有する場合である。図
３で示した凹凸表面貼付用フィルムの貼り付け後、工程（１）では、溝形状に位置合わせ
してパターン転写を行う。工程（２）では、転写したパターンを現像する。現像液９中で
片持ち梁状となるレジスト膜の左側は表面凹凸被処理物と密着しており固定され、右側は
溶解する。本模式図は、露光された部分が溶解するポジ型レジストの場合である。現像液
９およびリンス液１０は水を含むため、水溶性樹脂層３は同時に溶解する。工程（３）で
は、パターン転写した感光性レジスト膜層は片持ち梁状であるので、リンス液１０の乾燥
に従って表面張力も働き、図の下側に引かれて、２Ｂとして示すように、凹部の壁面に付
着する。工程（４）は、リンス液が乾燥した状態であり、パターン転写した感光性レジス
ト膜パターン２Ｂは壁面や底面に貼り付く。
【００３１】
（実施例４）
　図６は、本発明の実施の形態の一種である、表面凹凸被処理物６に貼り付ける凹凸表面
貼付用フィルム１を用いたプロセスにおいて、転写パターンを片側が表面凹凸被処理物上
のどこかに固定された片持ち梁状にすることで、ウェット処理である現像及び／又はリン
ス後の乾燥と同時に、パターン転写した感光性レジスト膜層２を壁面や底面に貼り付ける
ことを特徴とする、表面凹凸被処理物への感光性レジスト膜パターン転写を行った結果の
一例である。表面凹凸被処理物６は、表面研磨を施していないアルミナ基板に、部分ダイ
シングを施して幅３３０μｍ、深さ４００μｍの溝加工を施して凹部６Ｂを形成した基板
である。図６では、横方向に凹部６Ｂが２つ走っている。長さ３１５μｍの片持ち梁とな
るパターンを複数用意した。個々のパターン中、左側のΓ字形パターンは、溝部において
幅４００μｍと共通である。これと合わせて、幅の異なる直線状パターンを右側に配置し
た。上面に固定される領域が広いか狭いかには関係なく、上面が固定されている。パター
ン幅４０、１００、２００μｍのレジスト膜が壁面真下に向いて、貼り付いて固定されて
いる。これらは一括で製作できた。
【００３２】
（実施例５）
　図７は、本発明の実施の形態による、表面凹凸被処理物６に貼り付ける凹凸表面貼付用
フィルム１を用いたプロセスにおいて、転写パターンを片側が表面凹凸被処理物上のどこ
かに固定された片持ち梁状にすることで、ウェット処理である現像及び／又はリンス後の
乾燥と同時に、パターン転写した感光性レジスト膜層２を壁面や底面に貼り付けを行う方
法を複数回行い、立体上に転写する感光性レジスト膜パターン２Ｂおよび２Ｃを互いにつ
なげる方法の例である。表面凹凸被処理物６は、凹部６Ｂを持つ場合である。最初の工程
（１）から（２）は図５の工程と同様である。転写パターンが壁面から底面にまで伸びる
デザインに変更した点が異なる。工程（３）では、ＵＶキュア処理８Ａを行うことで、（
２）で得た元の位置から変形して凹部６Ｂの壁面に付着した感光性レジスト膜パターン２
Ｂの感光性の機能を無くして、現像液に対しても膜が変化しないようにする。工程（４）
では、更に別の凹凸表面貼付用フィルムを貼り付けて、感光性レジスト膜層からなるもう
一層の立体上に転写する微細パターンを用意する。凹部６Ｂの左側上面で感光性レジスト
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膜層が固定された工程（１）と比べて、凹部６Ｂの反対側（右側）上面でその感光性レジ
スト膜層２が固定される。これを現像・リンス、次いで乾燥すると、工程（５）において
２層目の感光性レジスト膜パターン２Ｂが、１層目の感光性レジスト膜パターン２Ｃの先
と重なり、微細パターンをつなげる。なおこれとは別に図３に示したプロセスで両端が溝
に固定されたブリッジを転写した場合、上記２回の微細パターン転写プロセスを行わなく
ても、溝が浅い割に幅が広い低アスペクト比の場合には、レジスト膜層の変形範囲で微細
パターンがつながったものが得られることもある。
【００３３】
（実施例６）
　図８は、本発明の実施の形態による、表面凹凸被処理物６に貼り付ける凹凸表面貼付用
フィルム１を用いたプロセスにおいて、転写パターンを片側が表面凹凸被処理物６上のど
こかに固定された片持ち梁状にすることで、ウェット処理である現像及び／又はリンス後
の乾燥と同時に、パターン転写した感光性レジスト膜層２を壁面や底面に貼り付けを行っ
た後、立体上に貼り付いた後の感光性レジスト膜パターン２Ｂを更にパターニングして、
微細パターン形状を更に調節する方法の例である。表面凹凸被処理物６は、ほぼ平面であ
るが凹部６Ｂを持つ。最初の工程（１）から（２）は図５の工程と同様である。転写パタ
ーンが壁面から底面にまで伸びるデザインに変更した点が異なる。工程（３）では、表面
凹凸被処理物凹部６Ｂ上に貼り付いた後の感光性レジスト膜パターン２Ｂを更にパターニ
ングして、（４）のように微細パターン形状２Ａを更に調節する。露光されていないレジ
ストが壁や底面に移るポジ型レジストの場合に有効である。工程（３）の露光の段階では
、マスクと感光性レジスト膜層間の距離が離れるので、回折広がりが少ない、比較的大き
なサイズからなるパターンにおいて特に有効である。
【００３４】
（実施例７）
　図９は、本発明の実施の形態の一種である、感光性レジスト膜層２を未硬化の状態で用
意した凹凸表面貼付用フィルム１を用いた感光性レジスト膜パターン転写方法において、
転写パターンを片側が表面凹凸被処理物６上のどこかに固定された片持ち梁状にすること
で、ウェット処理である現像及び／又はリンス後の乾燥と同時に、パターン転写した感光
性レジスト膜層２を壁面や底面に貼り付けることを特徴とする、表面凹凸被処理物６への
微細パターン転写方法を複数回行い、後で転写するレジスト幅をより広くすることでオー
バーハングした、リフトオフに適したレジスト膜形状とする方法の例である。最初の工程
（１）から（２）は図５の工程と同様である。転写パターンが壁面から底面にまで伸びる
デザインに変更した点が異なる。工程（２）はＵＶキュア処理されたことを図示している
が、必要無い場合もある。工程（３）から（４）は工程（１）から（２）と同様であるが
、転写パターンが工程（１）よりもわずかに広げてある。このことによって、２層目に貼
り付けられる感光性レジスト膜パターン２Ｂは１層目よりも端部で表面凹凸被処理物６上
でオーバーハングした断面形状を得ることができる。工程（３）の転写パターンが（１）
のそれよりも広げてあるがために、工程（２）で得ている表面凹凸被処理物６上の転写パ
ターンを更に露光する等の悪影響を避けることができる。
【００３５】
（実施例８）
　図１０は、本発明の実施の形態による、感光性レジスト膜層２を未硬化の状態で用意し
た凹凸表面貼付用フィルム１において、表面凹凸被処理物凸部６Ａへの貼り付け前に、微
細パターンを感光性レジスト膜層２に露光を済ませた凹凸表面貼付用フィルムを用いた微
細パターン転写方法を示す。工程（１）では、凹凸表面貼付用フィルムにベースフィルム
が含まれることによって、ある程度の機械強度があることを利用し、当該フィルムに対し
て通常の平面フォトマスク７を用いた露光を行う。パターン転写時はフォトマスクとフィ
ルムが機械的に密着するハードコンタクトが適用できるため、パターン幅２μｍといった
微細パターンも安定に転写できる。工程（２）では、表面凹凸被処理物凸部６Ａへの感光
性レジスト膜２の貼り付けを行う。表面凹凸被処理物凸部の形状に沿った変形と貼り付け
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を容易かつ確実にするよう、ベースフィルム４更には水溶性樹脂層３を立体形状に合わせ
て適宜取り除く。この図は水溶性樹脂層３も予め取り除く例である。貼り付け後において
例えば、感光性レジスト膜層と表面凹凸被処理物凸部界面に入ってしまった微細な気泡を
６０℃程度でベークすることで無くすことも合わせて行うことができる。工程（３）では
、現像液に浸けて現像し、純水でリンスする。工程（１）で転写しておいた感光性レジス
ト膜パターン２Ｂが表面凹凸被処理物凸部６Ａ上で得られる。表面凹凸被処理物凸部６Ａ
上に感光性レジスト膜パターン２Ｂが得られるが、光の回折による微細パターンのぼけの
問題は回避できる。
【００３６】
（実施例９）
　図１１は、本発明の実施の形態の一種である、感光性レジスト膜層２を未硬化の状態で
用意した凹凸表面貼付用フィルム１において、表面凹凸被処理物凸部６Ａへの貼り付け前
に、微細パターンを感光性レジスト膜層２に露光を済ませた凹凸表面貼付用フィルムを用
いた微細パターン転写を行った結果の一例である。基板は緩やかに湾曲した、６０μｍの
高さだけ上に凸の形状を持つディスクである。利用したフォトマスクにはピッチ４、６、
８μｍの格子を用意した３つの領域がある。なお、ピッチ６および４μｍの箇所は、（転
写する感光性レジスト膜層の微細パターンのピッチ）２／（２×（露光波長））以上の凹
凸高低差を有した。全体的に虹色に見えることから広域で一様なことがうかがえる。ディ
スク上には粒状の欠陥が複数見えているが、感光性レジスト膜層２の貼り付け工程を通常
の部屋で行ったことが原因で、埃の少ない環境で作業を行えば解決できる。
【００３７】
　図１２は、図１１に示したディスク上に転写した格子の拡大画像と、６μｍと４μｍピ
ッチの格子領域の中から６つの場所を選び、９点測定したピッチの平均値を示す。拡大画
像から、パターンのエッジに乱れが見られず、格子が適正に形成されていることが分かる
。基準面の高さ０は、模式図に示すように、湾曲面の一番下の位置とした。ディスク中心
に対して端では、１％程度のピッチ広がりがみられる。貼り付け時に凹凸表面貼付用フィ
ルム１が僅かに引き伸ばされたと考えられる。 
【００３８】
（比較例１）
　実施例の凹凸表面貼付用フィルム１の代わりにドライフィルムレジスト（日立化成社製
フォテックＨシリーズ）を使用した。この場合、実施例の条件では表面凹凸被処理物に貼
り付けることができなかった。また、１３０℃、１ＭＰａで貼り付けた場合には表面凹凸
被処理物の凹凸を破損した。
【００３９】
（比較例２）
　実施例９において、感光性レジスト膜層２の膜厚が７０μｍの凹凸表面貼付用フィルム
に代えて実施した。この場合、パターンぼけが生じた。
【００４０】
（比較例３）
　実施例９において、凹凸表面被処理物を、緩やかに湾曲した３０μｍの高さだけ上に凸
の形状を持つディスクに代えて実施した。この場合、ピッチ６および４μｍの箇所は、（
転写する感光性レジスト膜層の微細パターンのピッチ）２／（２×（露光波長））以下の
凹凸高低差であり、パターンぼけを生じた。
【符号の説明】
【００４１】
１　　凹凸表面貼付用フィルム
２　　感光性レジスト膜層
２Ａ　紫外線が照射されて現像液に可溶になった感光性レジスト膜層
２Ｂ　感光性レジスト膜パターン
２Ｃ　ＵＶキュア処理された感光性レジスト膜パターン



(14) JP 2017-71202 A 2017.4.13

10

３　　水溶性樹脂層
４　　ベースフィルム
５　　保護カバー
６　　表面凹凸被処理物
６Ａ　表面凹凸被処理物凸部
６Ｂ　表面凹凸被処理物凹部
７　　フォトマスク
８　　紫外光
８Ａ　紫外光
９　　現像液
１０　リンス液
 
 
 

【図１】
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【図３】
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